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二、说明、目录、图表目录

 半导体芯片在汽车领域的用途非常广泛，除了常见的多媒体娱乐系统、智能钥匙和自动泊车

系统外，芯片还广泛应用在汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、电动

助力转向、ABS、电子稳定性系统（ESP）、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空

调系统、座椅调节系统中，堪称汽车的神经。汽车芯片主要分为三类：第一类负责算力，比

如自动驾驶系统以及发动机、底盘和车身控制等；第二类负责功率转换，比如电源和接口等

；第三类是传感器，比如用在汽车雷达、气囊、胎压检测等。本轮芯片短缺主要集中在电子

稳定程序和电子控制系统等中高端芯片方面。

汽车芯片产业链涉及多个行业和企业，上游的重点企业有原材料企业东京应化、晶瑞股份、

日本信越等，芯片制造设备企业晶盛机电、日立科技等，远景制造企业台积电、格罗方德等

；中游汽车芯片制造重点企业有瑞萨电子、赛灵思、德州仪器、意法半导体、英飞凌等；下

游的重点企业则主要为车载仪器、系统及整车制造领先企业。整体来看，汽车芯片产业链的

重点企业基本为国外企业，国内的领先企业数量很少。  

随着新能源汽车渗透率不断上涨，全球车规级MCU市场规模也随之增长。2021年，汽车MCU

市场规模大幅增长23%，达到76.1亿美元；2021年中国车载芯片MCU市场规模达30.01亿美元，

同比增长13.59%，预计2025年市场规模将达42.74亿美元。  

近年来，中国汽车芯片行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续

出台了多项政策，鼓励汽车芯片行业发展，为汽车芯片行业的发展提供了明确、广阔的市场

前景。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出

将着力推动车控操作系统及计算平台、车规级芯片等自动驾驶技术和装备研制。2021年9月，

工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会四部门联合发布《关于加强产融合作推动工

业绿色发展的指导意见》，提出加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车

关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平。  

汽车产业60-70%的技术创新都是由汽车电子技术推动的，而芯片是设备智能化的核心。随着

汽车智能化、车联网、安全汽车和新能源汽车时代的到来，汽车芯片的使用将更加广泛。我

国提出的&ldquo;制造2025&rdquo;，&ldquo;中国芯&rdquo;等政策，芯片进口替代需求强烈，

政府大力支持国内厂商自主研发芯片，获取产业链上高附加值，未来自主研发汽车芯片企业

有望实现突破，打入国际主流厂商供应链，逐步取代进口芯片。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国汽车芯片行业发展态势与行业竞争对手分析报告》共十

一章。首先介绍了汽车半导体及全球汽车芯片行业的发展状况，接着分析了中国汽车芯片行

业的总体发展及其产业链的发展情况，然后报告对汽车芯片主要应用市场、相关产业汽车电



子行业的发展进行了详尽的剖析。最后，报告对国内外汽车芯片重点企业的经营情况进行了

深入的分析，并对行业的投资机遇和未来前景进行了科学的展望。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中国海关总署、中企顾问网、中

企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业

的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对汽车芯片业有个

系统深入的了解、或者想投资汽车芯片产业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具  
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